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1. 高灵敏度触控按键 MCU 应用电路 

下图 1是以 28pin为例开发的一款小家电方案，使用的方式是弹簧触控按键+单面板，实现显示和 6

路高灵敏度触摸按键功能： 

 

图 1 

2. Layout 整体布局要求 

2.1. MCU 电源布局要求 

MCU的电源输入端必须并 105+104的瓷片电容，预留一个电解电容位置，且 104的瓷片电容必须

靠近芯片电源输入端，如下图 2所示： 

 

图 2 
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下图 3、图 4、图 5是错误的电源端电容布局： 

 

图 3

 

图 4 
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图 5 

2.2. 外观电容布局要求 

外挂 CS电容必须靠近MCU外挂电容引脚 PB4，正确布局如下图 6： 

 

图 6 

下图 7是错误的外挂电容布局： 

 

图 7 
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2.3. TK 按键布局要求 

1）布局时尽量将触摸MCU放置在多个触控按键的中心位置，如下图 8所示为正确的布局： 

 

图 8 

下图 9是错误的MCU与 TK布局： 

 

图 9 

2）相邻 TK按键距离尽量大，否则邻键干扰会增加，影响触控性能。 

3）匹配电阻推荐 1K~3K，尽量靠近触控芯片管脚输出端放置。正确的匹配电阻摆放位置见下图 10 
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图 10 

下图 11为错误的匹配电阻摆放： 

 

图 11 

2.4. 其他功能模块布局要求 

其他功能网络的元器件、大电流和高频信号源（IIC、SPI、RF等高频模块），尽可能远离 TK通道 

3. 布线要求 

3.1. MCU 电源布线要求 

1）电源线和地线必须先经过电容滤波（电解电容+105+104瓷片电容）之后再分别接入 MCU的

VDD和 VSS管脚； 

2）功率部分与MCU控制部分的电源分离，可在芯片 VDD输入前端串二极管或 10R电阻并接大电

容，防止芯片输入电压瞬时抖动，功率部分应在二极管或 10R电阻前取电，如下图 12所示： 
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图 12 

下图 13为错误的走线： 

 

图 13 

3）电源与地平行走线并尽量拉等宽与等距的线，减少共模干扰，对 EFT干扰比较有帮助，见图 14

位参考电源走线： 

 

图 14 
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下图 15、16为错误的电源走线： 

 

图 15 

 

图 16 

3.2. 外挂电容布线要求 

外挂电容用于过 CS测试，建议参考电容容量 1NF~10NF之间，建议电容材质为 NPO/X7R/涤纶电

容，地走线必须单点接入芯片 GND管脚，且不能与其他 GND管脚相连。见下图 17正确走线： 
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图 17 

下图 18、19、20为错误的外挂电容走线方式： 

 

图 18 
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图 19 

 

图 20 

3.3. TK 按键布线要求 

1）TK走线宽建议 0.3MM,不建议触摸网络走线线宽大于 0.5MM; 

2）若板上引出多个 TK通道，在布局允许的情况下，应尽量保证各 TK通道走线长度一致； 

3）不同 TK通道的走线彼此间的距离尽可能的保证在两倍线宽以上，如下图 21所示： 

4）实际操作中，触控单个感应盘时手指最容易覆盖到的地方要避免经过其他 TK通道的走线，以降低

各 TK通道之间的影响 

5）TK通道网络的正面强烈建议不放置非 TK网络的元器件和走线。 
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图 21 

3.4. 其他功能模块布线要求 

其他功能网络的元器件、大电流和高频信号源（IIC、SPI、RF等高频模块）走线尽可能远离 TK通

道，且供电电源不能从芯片电源管脚引出。 

4. 敷铜要求 

为增加抗干扰能力，条件允许情况下 PCB触摸走线面必须进行铺地处理，触摸走线与铺地距离为两

倍线宽，且触摸弹簧投影区域挖空处理，如下图 22为正确铺铜所示： 

 

图 22 
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下图 23为错误的铺铜方式：

 

图 23 

5. 触摸面板材料选择 

1）触摸面板的材料必须是绝缘的或者是非导电性的，避免使用金属及含碳等导电材料； 

2）触摸面板的厚度越大，触摸的灵敏度越小，信噪比也越低。使用亚克力材料时，建议厚度≤

5mm,理想厚度≤3mm； 

6. 常见 EMC 问题及改善建议 

6.1. ESD 静电干扰 

静电在我们生活中无处不在，人身上和周围就带有很高的静电电压，可能会对元件造成致命的损坏。 

现象：IC复位、损坏，TK误动作 

改善措施： 

1）触摸弹簧尽量隔一层面板去操作按键。 

2）触控面板必须用绝缘的或者是非导电性的。 

6.2. 电压波动 

电源端负载改变，造成芯片电源输入电压波动大 

现象：TK误动作，按不动 

改善措施： 
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1）在芯片电源 VDD前端串二极管或 10R电阻并接大电容，当电压波动时可通过大电容放电补偿。 

2）触摸脚不串电阻或串小电阻，对抗电压波动有较好的效果。 

6.3. CS 高频传导干扰 

CS测试干扰频率范围为 150KHZ~230MHZ： 

现象：TK触摸按键失效、误动作 

整改意见： 

1）外挂电容参数调整、Layout布局走线整改、电源改善。 

6.4. EFT 高压脉冲干扰 

AC电源端 EFT干扰，不同产品测试标准会有差异，根据客户自己标准测试： 

现象：IC复位、死机、TK误动作 

整改意见： 

1）VDD与 GND之间的 104电容，一定要紧靠MCU电源输入管脚，电源与地平行走线尽量等宽等距。 

2）接口中有通讯线的，建议通讯线管脚串电阻并电容滤波处理。 

3）ACDC电源上整改。 

6.5. RS 高频辐射干扰 

高频辐射干扰主要模拟手机、对讲机….等无线电辐射干扰。 

现象：TK误动作 

改善措施： 

1）TK网络匹配电阻尽量靠近芯片管脚，建议阻值 1K~4.7K，电阻越大，抗 RF辐射干扰能力越强。 

2）触摸走线尽量短，且触摸走线和 PAD周边铺 GND铜网络可有效防护 RF干扰。 
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